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(m) Vorrichtung zur Ansteuerung der Anzeigeelemente eines Anzeigeelementenarrays und Verfahren zur 
Herstellung derselben 

@ Eine Vorrichtung zur Ansteuerung der Anzeigeelemen- 
te eines Anzeigeelementarrays, wobei die Anzeigeele- 
mente in Zeilen und Spalten angeordnet sind, umfal^t 
eine separate Steuerschaltung fur jedes einer Mehrzahl 
von Unterarrays des Anzeigeelementarrays, wobei das 
Anzelgeelementarray zumindest entweder in Zeilenrich- 
tung Oder in Spaltenrichtung durch eine Mehrzahl von 
Unterarrays gebildet ist, und wobei jedes Unterarray so- 
wohl in Zeilenrichtung als auch in Spaltenrichtung durch 
eine Mehrzahl von Anzeigeelementen gebildet ist. Eine 
erste Verbindungsstruktur ist vorgesehen, um jede Steu- 
erschaltung mit den Anzeigeelementen deszugeordneten 
Unterarrays zu verbinden. Ferner ist eine zweite Verbin- 
dungsstruktur vorgesehen, um die separaten Steuer- 

i schaltungen miteinander und/oder mit einer ubergeord- 

I neten Steuerschaltung zu verbinden. 
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Bcschreibung 



Die vorlicgendc Brfindung bezicht sich auf cine Vorrich- 
lung zur Ansteuemng dcr An/cigcelcmenle eincs An/.eige- 
e lei ncnl arrays, das cine V'ielzahl von Anzcigcclcnienlen 
aufwcist, die angcsteuert wcrdcn konnen, uin das Anzcigc- 
elcmcntarray als Anzcigevorrichlung fiir Computer und der- 
gleichcn zu verwcndcn. Die vorlicgcnde Brlindung bezichi 
sich fcmer auf ein Vcrfahrcn zuin Hcrsielicn eincr solchcn 
Anslcuerungsvorrichlung zusaininen mil dcni Anzcigeelc- 
nienlarray. 

Zur Ansteuemng von sogenannten Matrixanzclgen, d. h. 
Arrays, die aus eincr Vielzahl von Anzeigeelcmentcn bcstc- 
hen, wird derzeit ublicherweise cines von zwei bekannlen 
Verfatiren venvendet. Diese bekannten Verfahren werden 
insbesondere zur Ansleuerung von LCDs (LCD = liquid 
crystal display = Flussigkristallanzeige) verwendet. 

Hci kleincn Malrizcn bzw. gcringcn Anfordcrungcn an 
die Anzeigequalital wird eine passive Matrix verwendet, die 
als sogenannte PM-LCD bekannt ist und bei der die An- 
zeigeelemente ini Zeilen/Spallcn-Mulliplexzyklus ange- 
sprochen werden. Bei hoherwertigcn Anwendungen, wie sie 
beispielsweisc bei cinein Laptop und dergleichen erforder- 
lich sind, wird auf eine sogenannte Aktiv-Matrix-Steuerung 
(AM-LCD) zuruckgegrilTen, die eine TFT-Elektronik (TFT 
= thinfilm transistor = Dunnfilmtransistor) unter Verwen- 
dung von amorphem oder polykristaliinem Silizium auf ei- 
nem Glastrager ausnutzt. Diese Technologic bietet sich fur 
LCD-2fellen an, da fiir die einzelnen Pixel solcher LCD-Zel- 
len kein Steuerstrom erforderlich ist, sondem nur durch ei- 
nen Stiitzkondensator ein elektrisches Feid aufrecht erhalten 
werden mu6. Im Gegensatz zu der oben angesprochenen 
PM-Technologie ist die Herstellung von AM-Matrizen tech- 
nologisch aufwendig, kostenintensiv und in der Regel mit 
einem hohen AusschuB verbunden. 

Neben den oben angesprochenen LCDS treten in neuerer 
Zeit sogenannte OLED-Anzeigen (OLED = Organic Light 
Emitting Diode = organische lichtemittierende Diode) auf, 
die auf den Markt kommen, wobei fiir solche OLED-Anzei- 
gen noch keine darauf zugeschnittenen etablierten Ansteuer- 
techniken exislieren. 

Ein organisches lichtefnittierendes Bauelement ist bei- 
spielsweise in dem U.S. -Patent 5,834,893 beschrieben, wo- 
bei ein solches Element aus der folgenden Schichtenfolge 
gebildet ist: Kathode, Elektronentransportschicht, lichtemit- 
tierende Schicht (elektroluniineszente Schicht), Locher- 
transportschicht und Anode. Die Elektronentransport- 
schicht, die elektrolumineszente Schicht und die Locher- 
transportschicht bestehen aus organischen Materi alien, wo- 
bei die lichtemittierende Schicht aus einem organischen 
elektrolumineszenten Material besteht, das durch einen 
eleklrischen Strom angeregt werden kann, um Licht zu emit- 
tieren. Bei fruheren "klassischcn" OLED-Strukturen be- 
stand die Anode aus Indiumzinnoxid (TTO), was ein transpa- 
renter Leiter ist, und war auf ein Glassubstrat aufgebracht, 
wobei die Lichtemission durch die Anode und das Glassub- 
strat stattfand. Die Kathode bestzind dabei aus einer Metall- 
schicht. Dagegen lehrtdas U.S.-Patent 5,834,893 eine inver- 
tierte OLED-Struktur, bei der die Kathode auf ein Substrai 
aufgebracht ist, wahrend die Lichtemission durch die beab- 
standet von dein Substrat angeordnete Anode, die aus Indi- 
umzinnoxid besteht, stattHndet Hinsichtlich fiir OLEDs zu 
verwendender Maierialien sei auf die Offenbarung des U.S.- 
Paients 5,834,893 verwiesen. 

Die oben beschricbencn klassischcn organischen Lcucht- 
dioden werden hergestellt, indem zunachst ein Glassubstrat 
mit Indiumzinnoxid als Anode beschichtet wird, woraufhin 
die organische Schichtenfolge, die aus Polymeren oder 



Schichicn aus kleinen Molckulcn besteht, und abschlicBcnd 
die Dcckmelallisierung, d. h. die Kathode, abgeschieden 
wird. Wic erx^'ahnt, erfolgt bei dicscr Struktur die Lichtaus- 
kopplung durch das Cilassubstrat, wahrend bei dcr invertier- 

5 ten Struktur, die in dem U.S.-Palenl 5,834,893 beschrieben 
ist, dieLichlauskopplung durch die riX)-Anodc erfolgt. 

Im Gegensatz zu LC-Zellcn, die Licht nur schalten miis- 
sen und dahcr nahczu leisiungslos gesieucrt werden konnen, 
ben5tigen OLEDs als lichiemitiierendc Bauclcmcnte eine 

10 eiektrischc Stcuerleistung. Wcilerhin wcrdcn OLEDs zur 
Erhohung der Lebensdauer typischerweise mit einem kom- 
plcxeren Stcuerzyklus betrieben. bei dem die Lichtleistung 
zunachst durch cine Stromsteuerung in Vorwartsrichtung 
eingestellt wird, wahrend in den Zeilenpausen durch einen 

15 Sperrspannungspuls Haftslellen in den organischen Materi a- 
lien beseitigl werden, wodurch die Lebensdauem dcr 
OLED-Elemente drastisch vcrbessert werden kann. 

Somit wurdc die Rcalisicrung eincr Aktiv- Matrix- An- 
steuerschaltung mit Tl^f-Elektronik fiir OLED-Anzeigen 

20 die Komplexilat und damit die Kosten gegeniiber herkonmi- 
lichen AM-Steuerungen fiir LCDs erheblich iibcrschreiten, 
wobei iiberdies die Fcrtigungsausbeute deutlich reduziert 
ware. Dariiber ist auch die Verwendung einer passiven Ma- 
trix zur Ansteuerung von OLED-Anzeigen problematisch, 

25 da ini PM-Modus die Spitzenlichtleislung einer Zeile pro- 
portional zur Zeilenzahl wiichst. Bei einer Anzahl von 200 
Zeilen und einer mittleren Helligkeit von 200 cd/m- ergibt 
sich beispielsweisc eine resuitierende Pulsleistung der Zeile 
von 200 X 200 cd/m^ = 40.000 cd/nr. Hierbei stoBt man an 

30 die Grenzen der OLED-Leistungsdaten, so daB unter Ver- 
wendung des PM-Modus ledigUch Anzeigen mit geringer 
Informationsdichlc realisiert werden konnen. Dariiber hin- 
aus ist anzumerken, daB die OLED-Dynamik nicht beliebig 
kurze Steuerzyklen zuliiBt. 

35 Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, 
eine kostengiinslige Vorrichtung zur Ansteuemng von An- 
zeigeelementen in einem Anzeigeelementarray zu schafTen, 
die eine flexible Ansteuerung der Anzeigeelemente auch in 
komplexen Anzeigeelementarrays emioglicht. 

40 Diese Aufgabe wird durch cine Vorrichtung gemaB An- 
spruch 1 gelost. 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht 
darin, ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Vorrich- 
tung zu schalfen. 

45 Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemaB An- 
spruch 15 gelost. 

Die vorliegende Erfindung schafft eine Vorrichtung zur 
Ansteuerung der Anzeigeelemente eines Anzeigeelementar- 
rays, wobei die Anzeigeelemente in Zeilen und Spalten an- 

50 geordnet sind, mit folgenden Merkmalen: 

einer separaten Steuerschaltung fiir jedes einer Mehrzahl 
von Unterarrays des Anzeigeelementarrays, wobei das An- 
zeigeelementarray zumindest entweder in Zeilenrichtung 
oder in Spaltenrichtung durch eine Mehrzahl von Unterar- 

55 rays gebildet ist, und wobei jedes Unterarray sowohl in Zei- 
lenrichtung als auch in Spaltenrichtung durch eine Mehrzahl 
von Anzeigeelementen gebildet ist; und 
einer ersten Verbindungsstruktur zum Verbinden jeder Steu- 
erschaltung mit den Anzeigeelementen des zugeordneten 

60 Unterarrays und einer zweiten Verbindungsstruktur zum 
Verbinden der separaten Steuerschaltungen untereinander 
und/oder mit einer iibergeordneten Steuerschaltung. 

Die voriiegende Erfindung basiert auf der Idee, ein Array 
bzw. eine Mauix von Anzeigeelementen in eine Mehrzahl 

65 von Unterarrays bzw. Untcrmatrizcn von Anzeigeelementen 
zu unterteilen, wobei jedem Unterarray eine getrennte Steu- 
erschaltung zugeordnet ist, so daB das jeweilige Unterarray 
entweder durch eine PM-Sleuerung oder durch eine AM- 
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Sleucrung gcsicucn werdcn kann. Sofnii cignei sich die vor- 
licgcndc Erfindung insbcsondcrc /.ur Anstcucrung von 
OLIiD-Anzcigcn iiiit hohcrPixelzahl, fur die einc reinc PM- 
Anslcijcrung wcgen dcr erforder lichen Spil/.enteislijng und 
cine rcine AM-Ans!euerung wegcn dcr TFl-Schahungs- 5 
koinplexital, jewcils fur das gesanitc Array, nichl schr vicl- 
vcrsprcchcnd sind. lirfindungsgeniaB niuB die PixeUrcibcr- 
cleklronik nichl uniniUeibar am On dcs JcwciHgen Pixels 
angeordnei werden, wic es bei dcr AM-Technologie der I'all 
isl. Viehnchr wird die 'IVciberelcklronik fur cine Mchr/.ahl lO 
von PixeJn /.usaiimicngefaBl. Die 'IVeiberelcklronik b/.w. 
Anstcucrclcklronik fur einc jcwciligc (iruppe bzw, ein jc- 
wciliges Unlerarrdy kann bcispiclswcisc als iiionolithisch 
inlcgricrlcr Siiiziuinschallkrcis ausgefuhr! werdcn, Dicscr 
Siliziunischaltkreis fur ein jeweiliges Unlcrarray kann dann 15 
auf der Vordersciie unlcr Verwendung eincr dielcktrischen 
Abdeckung bzw. der Ruckseile unter Verwendung eincr 
Durchkonlaklicrung dcr Subslratplaline, auf dcr das An- 
zcigeelernenlarray angeordnei ist, angeordnei werdcn. 

Da die gesarnie Subslralflache fur Lcilcrbahnen, bei- 20 
spielsweise lilhographisch slrukturierte, gedruckte und der- 
gicichcn, zur Verfugung stcht, isl cs nidglich, bcispiclswcisc 
in Mchrlagcn-Anordnungen die einzclncn Pixel dcr jcwcili- 
gcn Gruppc direkl an die Trcibcreleklronik diescr Gruppe 
anzusehliefSen. 25 

Aitemaliv istes inoglich, die Pixel bzw. Anzeigeclcnicnle 
eincr jeweiligen Gruppe im PM-Multiplexbetrieb anzusleu- 
em. d. h. unlcr Verwendung einer einfachen 2^ilen/Spalten- 
Struktur paralleler Leilerbahnen. Bei diesem Vcrfahren wird 
die gesainte Anzeigeflache in klcine Teilbcreiche geglieden, 30 
die parallel als Unterarrays bzw. Unlennatrizen jewel Is iin 
Multiplexbelrieb arbeiten wiirden. Soinil ergibi sich dutch 
die erfiiidungsgeniaBe Ansteuervorriehlung aucli bei diesem 
einfachen Verfahren cine hinrcichende Helligkeit der An- 
zeige> da nicht niehr das gcsamlc Array im PM-Mull.iplex- 35 
belrieb betriebcn werdcn niuB, so daB die rcsullierende Puis- 
leislung nichl von der GesanitgroBe dcs A nzeigeelemeni ar- 
rays, sondem von der GroBe der jeweiligen Unlerarrays ab- 
hangt, Somil konncn durch die der vorliegenden Erfindung 
zugrundehegende Idee, nainliche jewcils Unlerarrays iiiit 40 
separaten SlcuerschaUungen auszustatten, groBflachige An- 
zcigeelementarrays, bcispielsweise OLED-Anzcigcn, unter 
Beibchaltung einer ausreichenden Anzeigequalitat betriebcn 
werden. 

Wie oben erwahnt, eignel sich die vorliegende Erfindung 45 
insbcsondcrc zur Anstcucrung von OLED-Anzeigeelemen- 
larrays, und hier insbcsondcrc solchen OLED-Anzeigeele- 
inentarrays, bei denen die Lichtauskopplung Qber die von 
dcm Tragersubstral beabslandcle Seite der OLEDs erfolgt. 
Soinit ist die vorliegende Erfindung insbesondere fiir inver- 50 
lierte OLED-Slrukturen oder fiir OLED-StrukUiren mit 
transparcnter Kathode geeignet. ErfindungsgeinaB werden 
soinit nicht Ansteuerchips fur ganze 2^ilen und/oder Spal- 
ten verwendet, die um das Anzeigeelementarray herum auf 
einer Tragerplatine oder auf einem zusalzlichen Chip oder 55 
einer zusStzlichen Plaiinc vorgesehen sind, Vielmehr wer- 
dcn geinaB der vorliegenden Erfindung bcnachbarte An- 
zeigeelernentc sowohl in Zeilcnrichtung als auch in Spallen- 
richtung zu einem Unlcrarray zusammcngefaBu wobei fur 
jedes derartige Unlcrarray einc gclrennle Steuerschailung 60 
vorgesehen isl, Dadurch mussen geniaB dcr vorliegenden 
Erfindung beim PM-Modus nicht sanitiiche in einer Spalte 
bzw. einer Zeile angcordneten Anzeigeeleinente durch cine 
am Rand angeordnete Slcuerschaltung angestcuerl werden, 
sondem es kann vielmehr in jedcr Richtung, d. h. in Zeilcn- 65 
richtung und in Spallenrichtung, cine bestimmte Anzahl von 
Anzeigeelementcn gcwahlt werden, die durch einc gemein- 
samc Slcuerschaltung angestcuerl wird. Je nach gewiinsch- 
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ler Qualitat kOnncn dabei die Unlerarrays einc geringere 
oder groBere Anzahl von An/x:igeclenientcn aufweisen. 

Vor einem Vcrfalircn zum Herslellcn einer solchen An- 
sleucrungsvorrichl iing wird zunachsl cin Tragersnbslrat be- 
fTcitgestellt, woraufhin die Slcucrschallungcn in oder auf ei- 
ner Oberflache des 'IVagersubslrals iinplcnienticrt werden. 
Nach dcr Iiiiplcnicntierung dcr Slcuerschallungcn wird das 
Anzcigceleincnlarray auf der Obcrllache dcs Tragersub- 
sirais, auf der die Slcucrschallungcn implemeniicn sind, 
oder auf der dicscr Oberflache gcgcnuberliegcnden Oberfla- 
che crzeugl . 

Die Stcucrschaltungen konncn dabei integrierte Schaltun- 
gen in gchausier Form sein, die ubcr SMT-Tcchniken (SMT 
= Surface Mount Technology = Oberflachenmonlagetechno- 
logic) oder Klebeverfahren unlcr Verwendung anisolrop 
clcklrisch leilfahigcr Klcbsloffe auf dcr SubslratTuckseilc 
nionlicrl werden. Alternativ konncn als Sieuerschaltungen 
inlcgricrlc Schallungcn in ungchaustcr Fonn verwendet 
werdcn, die durch Flip-Chip- Verfahren auf der Substra- 
Iruckseite angebracht werden. Aitemaliv konncn die Chips 
mil der inaktivcn Flache zu dem Tragersubstral hin ange- 
bracht werden, wobei dann cine elcktrische Verbindung 
durch Drahtbonden oder einc isoplanare Kontaktierung er- 
folgcn kann. Wiedcruni allemaliv konncn als Sieuerschal- 
tungen ungehausle integrierte Schallungcn auf der Seile des 
Tragersubslrals verwendet werden, auf der dann das An- 
zeigeelementarray gebildet wird. Zu diesem Zweck wird 
vorzugsweisc cine isoplanare Konlaklierung der Sieuer- 
schaltungen verwendet, wobei lediglich dafiir gesorgt wer- 
den muB, daB uber den Steuerschaltungen cine planare 
Oberflache vorliegt, auf der entsprechende Leilerbahnen 
und Anzeigeeleinente gebildet werden konnen. 

Die vorliegende Erfindung schafft somil eine vorleilhafte 
Vorrichtung zur Ansteuerung von Anzeigeelementcn einer 
Anzeigeelemenlmatrix, die sich auch fiir die Ansteuerung 
groBflachiger Anzcigeclcmentarrays ohne Qualitalsverlusl 
eignel. Die vorliegende Erfindung schafft ein Anzeigeele- 
mentarray mil jeweiligen Steuerschaltungen fur Unlerarrays 
desselbcn, wobei das Anzeigeelementarray und die Steuer- 
schaltungen vorzugsweisc auf dem gleichen Tragersubstral 
angeordnei sind. Die cinzelnen Steuerschaltungen konnen 
dabei vor der Endmontage getrcnnt getestet werden, was zu 
einer Kostenrcduzierung und einer Erhohung der Ferti- 
gungsausbeule fiihrl. 

Bevorzugle Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung 
sind in den abhangigen Anspriichen dargelegt. 

Bevorzugle AusfLihrungsbeispicle der vorliegenden Er- 
findung werden nachfolgend bezugnehmend auf die beilie- 
genden Zeichnungen naher erlaulerl. Es zeigen: 

Fig* 1 eine schemadsche Darstellung zur Veranschauli- 
chung des der erfindungsgemaBen Ansteuervorriehlung zu- 
grundeliegenden Konzepts; 

Fig, 2 und 3 schemalische Darsiellungen der Vorderseile 
bzw. der Ruckseile eines Ausfuhrungsbeispiels einer erfin- 
dungsgemaBen Anzeigevorrichtung; 

Fig. 4 eine schetnalische Darstellung zur Erlauterung ei- 
nes Ausfuhrungsbeispiels einer erfindungsgemaBen Ansteu- 
ervorriehlung; 

Fig. .5 und 6 schemalische Querschnillansichten von Aus- 
fuhrungsbeispielen von OLED-Elemenlen; und 

Fig. 7 bis 9 schemalische Querschnillansichten von ver- 
schiedenen Ausfuhrungsbeispielen zur Anbringung der er- 
findungsgemsiBen Steuerschaltungen an dem Tragersubstral. 

Im folgenden werden bcvor/ugie Ausfuhrungsbeispiele 
dcr vorliegenden Erfindung bezugnehmend auf OLED-An- 
zeigen naher erlaulerl. Es sei jedoch an dicscr Stelle darauf 
hingewiesen, daB die crfindungsgemaBc Vorrichtung zur 
Ansteuerung der Anzcigeclenicntc eines Anzeigcclementar- 
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rays auch fur andcrc An/^igeelcincniarrays, bci spiels wcise 
LCD-Arrays, verw'cndct wcrdcn kann. Bei den bevor/.uglcn 
Ausfuhrungsbcispiclen der vorliegcndcn Erfindung isles !c- 
diglich crfordcrlich,daR die! jchtauskopplung jcweils in die 
Richlung, die dem Tragersubslra! gcgcniibcrliegl, si at t fin- 
del, daniil die Stcuerschaliungcn auf deiti 'IVagcrsubslraU 
vorzugsweise ini Bcrcich der Untcrarrays, dein die jeweilige 
Steucrschallung zugeordnet isl, angcordnet werden konnen. 
Dies kann bei LCD-Arrays durch Verwcndung geeigneier 
Rcfleklorcn realisicrt werden. 

Eine schenialische Darslellung zur Veranschaulichung 
des erfindungsgcniaBen Konzcpts isl in Fig. 1 gezeigU in der 
cin Anzcigcclciiienlarray 2 in einc Mehrzahl von Untcrar- 
rays 4, bei dem dargeslcllten Ausfiihrungsbcispiel drciBig, 
unterleill isl. Jedes Unlerarray 4 isl mil eincm Sleuerchip 6 
versehen, der zur Ansleuerung der Anzeigecleinenle 8 eines 
jeweiligen Unierarrays dienu wie durch die vergroBerie Dar- 
stcUung 4' cines Unierarrays in Fig, 1 zu schen isl. Zu die- 
sem Zwcck isl die jeweilige Sieuerschaliung 6 rnit An- 
schlufileitungcn 10 versehen, durch die eine Ansleuerung 
der einzclnen Anzeigeelemenle 8 cntweder in Form einer 
Passiv-Matrix-Anslcuerung oder in Form einer Akiiv-Ma- 
trix- Ansleuerung durchgefuhn werden kann. In dem vergro- 
Berlen Abschnitl 4' sind lediglich beispielhafl zwei Zeilen- 
verbindungsleilungen 12 so wie zwei Spallenverbindungs- 
Icitungen 14 dargeslclll, wobci jcdoch klar isl, daB beispiels- 
weise fiir eine PM-Anstcuerung alle Anzeigeelemenle eines 
Unierarrays zeilenmaBig und spallenmaBig verbunden sind. 
Femer isl in Fig. 1 schemaiisch eine Busverbindung 16 ge- 
zeigt, die zur Verbindung der Sieuerschallungen 6 unlerein- 
ander sowie zur Verbindung derselben mil einer iibeigeord- 
neten Steuerung dienen kann. Hierbei konnen beispiels- 
weise jeweils die Sieuerschallungen einer Zeile iiiiteiiiander 
verbunden sein. Allemaliv konnen auch die Sieuerschallun- 
gen einer jeweiligen Spalle mileinander verbunden sein. 
Wiederum beispielsweise konnen durch die Busverbindung 
16 samtliche Sieuerschallungen eine Verbindung zueinander 
aufweisen. 

Anders ausgedriickt beslehl der Grundgedanke der vorlie- 
genden Erfindung darin, jeweilige Treiberchips, d. h. Sieu- 
erschallungen, jeweiligen Anzeigeunlerarrays, die auch als 
Anzcigeuntermalrizen bezeichnet werden konnen, zuzuord- 
nen. Vorzugsweisc werden dabei, wie in Fig, 1 schematisch 
gezeigt isl, die Sieuerschallungen innerhalb der Flache des 
einzelnen Anzeigeunlerarrays monliert. Wie nachfolgend 
bezugnehmend auf die Fig, 7 bis 9 naher erlaulerl wird, kon* 
nen die Sieuerschallungen entweder auf der Vorderseile, 
d. h. der Seile, auf der das Anzeigeelementarray aufgebaul 
wird, oder auf der Ruckseile der Substraiplaline aufgebrachl 
werden. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel, bei dem Steuerchips 6 auf der 
Riickseite des Tragersubslrats aufgebrachl sind, isl schema- 
tisch in den Fig. 2 und 3 gezeigl. Fig, 2 zeigt schemaiisch 
die Vorderseile eines Tragersubslrats 20, auf der ein An- 
zeigeelementarray gebildel isl, wie schemaiisch durch vier 
F^eile 22, die abgesirahlles Lichl darstellen sollen, angezeigl 
isl. Femer schemaiisch isl in Fig. 2 die Unierleilung des An- 
zeigeelementarray s in vier Unierarrays 4 dargeslelll. Auf der 
Ruckseile des Tragersubsirais 20 isl nun fur jedes Unlerar- 
ray 4 eine Sieuerschaliung 6 vorgesehen, wie in Fig. 3 ge- 
zeigl isl. Die in Fig. 3 gezeiglcn Sieuerschallungen konnen 
beispielsweise inlegrierle Schaltungen in ungehauster Form 
sein, die miltels einer Hip-Chip-Technologie auf die Riick- 
seite des Tragersubstrats 20 aufgebrachl sein konnen. Femer 
in Fig. 3 schematisch dargeslclll sind die Lcilerbahnen 16 
fur den Ansteuerbus der Sieuerschallungen 6. Daruber hin- 
aus sind schemaiisch die lcilerbahnen 24 fur die Ansleue- 
rung der Anzeigeelemenle bzw. Pixel, die auf der Vorder- 



seile des Tragersubslrats 20 angeordnei sind, dargeslelll, 
Dicse lcilerbahnen 24 konnen beispielsweise durch Durch- 
kontakiierungen mil auf der Vorderseile des Schaltungssub- 
slrals 20 angeordnelcn Txiiterhahnen (in Fig. 2 nichl ge/eigl) 

5 verbunden sein, wie nachfolgend bezugnehmend auf die 
Fig. 7 und 8 naher erlaulerl wird. 

Bezugnchnicnd auf Hg. 4 werden nunmchr die Verbin- 
dungsslrukluren einer erlindungsgenialSen Ansleuervorrich- 
lung zur Realisicrung einer Passiv-Mairix-Anslcuerung na- 

10 her criaulen. Zunachsl .sei angenierkt, daB Fig. 4 vier unlcr- 
schiedlichc Bcreichc 30, 32, 34 und 36 zeigt, die jeweils Un- 
ierarrays zugeordnet sind. Dabei sein angernerkl, daB in je- 
weiligen Bereichen nichl alle Verbindungen daigeslclll sind, 
sondem in einigen Bereichen zu Eriauterungszweckcn ei- 

15 nige der Verbindungen bzw. die Sieuerschaliung weggelas- 
sen isl. 

Im Abschnitl 30 sind lediglich die zur Ansleuerung der 
einzclnen Anzcigcclcmcntc crfordcrlichcn Spallcnlcilungcn 
40 und Zeilenleilungen 42 gezeigl. ErfindungsgemaB kon- 

20 nen die Spallenleilungen 40 beispielsweise als melallische 
Leitungen ausgebildel sein, die die dem Tragersubslrat zu- 
gewandlen Anschlussc bilden, wahrend die Zeilenleilungen 
42 beispielsweise aus Indiumzinnoxid ausgebildel sein kon- 
nen, da diese Leilungen die von dem Tragersubstral beab- 

25 siandelen Anschlusse bilden und soinii im Lichlauskoppel- 
weg liegen. 

In dem Abschnitl 32 isl femer die Steuerschallung 6, die 
vorzugsweisc durch eine inlegrierle Siliziumschaltung ge- 
bildel isl, dargeslelll, die iiber eine Busleitung, die schema- 

30 lisch durch einen Pfeil 44 angezeigl isl, mil der Sieuerschal- 
iung in dem Abschnitl 34 verbunden isl. Die Sieuerschal- 
iung 6 in dem Abschnill 34 isl wiederum uber eine Buslei- 
lung, die schemadsch durch einen Pfeil 46 gezeigl isl, mil 
einer Sieuerschaliung 6 in dem Abschnitl 36 verbunden. 

35 Einc weilere Busleilung ist schematisch durch einen Pfeil 48 
gezeigl, die die Sieuerschaliung 6 in dem Abschnill 36 mil 
benachbarten Sieuerschallungen oder mil einer iibergeord- 
nelen exlemen Steuerung verbinden kann, Auf diese Weise 
konnen die Sieuerschallungen in Spaltenrichlung unlerein- 

40 ander, in Zeilenrichiung unlereinander, in Zeilen- und Spal- 
tenrichlung untereinander und/oder mil einer ubergeordne- 
len externen Sieuerschaliung, die die Gesamtanzeige des 
Anzeigeelementarrays sleuen, verbunden sein. Femer sind 
im Abschnill 36 der Fig. 4 Zeilen- und Spallenadressie- 

45 rungs leilungen dargeslelll, von denen zwei beispielsweise 
mil dem Bezugszeichen 50 bezeichnet sind. Die Zeilen- und 
Spallenadressierungsleilungen sind erforderUch, um jedes 
einzelne Anzeigeelemenl, das sich jeweils an einem Schnitl- 
punkt zwischen Spallenleilungen 40 und Zeilenleilungen 42 

50 befindel, ansleuem zu konnen. An dieser Sielle sei ange- 
rnerkl, daB die Datenbusse 44, 46 und 48 sowie die Zeilen/ 
Spalten-AdreBleitungen 50 vorzugsweisc durch Dnicktech- 
niken implementiert werden konnen. 

Allemativ zu dem beschriebenen Bussystem zur exlemen 

55 Ansleuerung der Sieuerschallungen 6 konnen auch je nach 
Anzahl der Unierarrays jeweils einzeln zu den Sieuerschal- 
lungen gefiihne Leiterbahnen vorgesehen sein. Je mehr Un- 
ierarrays vorgesehen sind, deslo vorteilhafler wird jedoch 
die Verwcndung eines B ussy stems. 

60 Hinsichtlich der Herslellung des beispielsweise in Fig. 2 
und 3 dargestellten .Ausfuhrungsbeispicls eines Anzeigeele- 
mentarrays mil zugeordneter Ansteuervorrichlung sei dar- 
auf hingewiesen, daB vorzugsweisc der Aufbau der einzel- 
nen Funkdonsschichlen fQr das Anzeigeelementarray nach 

65 der Montage der Stcuerschaliungcn crfolgl. Damil ist ge- 
wahrleislel, daB beispielsweise die Funklionsschichlen der 
OLED-Anzeigeelemenle nichl durch den MonlageprozeB 
der Sieuerschallungen, beispielsweise die dabei auftrelen- 
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den liohcn Pro/.cBic!npcraiurcn, /.crsiori wcrdcn. Bcispicls- 
wcisc sinti bciiii zuin Monticren dcr Slcucrschallung crfor- 
dcrlichcn PbSn-Tx>icn 'rcinpcralurcn von 220"C crfordcr- 
lich. lici <1cr ohcn gcnannlcn Rcihcnfolgc fiir die TTcrstcl- 
lung dcr Anzcigcvorrichlung. die aus cincin Anzeigcelc- 5 
nicnl array unci dcr crfindungsgciuaBcn Anstcucrungsvor- 
richlung aufgcbaui isi. bcsichl die Moglichkcil, Slandard- 
verlahren liir die Montage dcr Sicuerschallungen /u vcr- 
wcnden, die aueJi Pro/.eBparaiuelcr aufweiscn konncn, die 
sonst die 1 unkiionsschiehlen der OLliD-Anzcigeclcrncnlc 10 
bcschadigen wiircien. 

Nachdciii nunrnchr die crfindungsgeiiiaBc Anslcucrvor- 
richlung hinsichilich dcr Anordnung dcr scparaten Stcucr- 
schallungcn sowic dcr Vcrbindungsslrukluren im einzelnen 
erlautert wurde, wini i ni foigenden /uniiehsi auf /.wei fur die 15 
vorliegendc lirlinilting geeigneie OTJiD-Slrukluren eingc- 
gangen, woraulliin be/uunehniend aui'die Kij*. 7 bis 9 Aus- 
fiihrungsbeispiele /.uni Anbringen tier Schallungschips auf 
cineiii Tragersubslrai. auf deni ferncr cin ()LliD-An/.cigc- 
elenienlarray angeonlnei isi. erliiulen werden. 20 

Fig, 5 zeigl eine schenialisehe Qucrsehnillansichl ciner 
sogcnannlcn "inverlicnen" OLliD. Dabei isi cine Kalhcxie 
60, die beispiclsweisc aus Melall besichcn kann, auf dcin 
Tragcrsubslrat 20 angcordnel, cias aufgrund dcr invert icrlcn 
Struklur dcr OLliD kein Cilassubslral sciri niuB. Auf dcr Ka- 25 
thodc 60 ist zuin liildcn der invertierlen Siruklur cine Elek- 
tronentransportschichl 62 Qiil.), cine elektroluniineszcnte 
Schicht 64 (LEL), eine Locherlransporischicht 66 (1111.) 
und eine Anode 68, die aus eineni iransparenlen Leiler be- 
steht, angeordnel. Die Schicht en 62 bis 66 bcstchen aus or- 30 
ganischen Matcrialien, wobci in der Schicht 44 das uber die 
Anode ausgekoppclle Licht 70 erzeugt wird. Hinsichilich 
der fur die einzeincn Schictiten verwcndetcii Matcrialien sei 
beispiclsweise auf die Offenbarung dcs U.S.-PatcnUs 
5,834,893 verwiesen, wobci der Aulhau von OLED-Ele- 35 
menten auf dem Gcbict dcr Tcchnik bekannt ist. Lediglich 
hinweisend sei erwahnt, daB die Anode 68 aus eineni belie- 
bigen Iransparenten Lciter bcstchen kann, beispiclsweise In- 
diuiiizinnoxid, Zinkoxid, Kupferoxid oder eineni Polymer, 
solange das Material fur das in der Schicht 64 erzeugte Lichi 40 
transparent ist. Ferner kann unter der eigentlichen Anode 68 
eine diinne Metal lisierungsschicht (in Fig. 5 nicht gezeigt) 
vorgesehen sein, die ebcn falls fiir das cniittierte Licht trans- 
parent ist 

Fig, 6 zeigt ein wei teres Beispiel eines OLED-Elements, 45 
das zur Durchfiihrung dcr vorliegenden Erfindung geeignet 
ist, wobci glcichc Eieniente wic in Fig. 5 mit gleichen Be- 
zugszeichen bczeichnet sind. Fig, 6 zeigt keine inverlierte 
Struktur, wobci hier die Lichtauskopplung uber die Kathode 
60 geschieht, wahrend die Anode 68 auf der dem Substrat 20 50 
zugewandten Seite der OLED angeordnel ist. Wie in F"ig. 6 
zu schen ist, ist die Kathode 60 bei dcni dargestellten Aus- 
fuhrungsbeispiel aus eincr dunnen Metallschicht 60* und ci- 
ner uber der dunnen Metallschicht 60' angeordneten Indium- 
zinnoxid-Schicht 60" gebildet, die beide fiir das emittierte 55 
Licht 70 transparent sind. (Jberdies ist die Anode 68 aus ei- 
ncr Metal lisierungsschicht 68' und eincr auf derselben ange- 
ordneten Indiunizinnoxid-Schicht 68" gebildet, wobci die 
Indiumzinnoxid-Schicht 68" hicrbei wegen der zu ubcrwin- 
den den Austrittsarbcit vorgesehen ist. 60 

Bei den oben bcschriebenen OLED-Strukturen wird das 
Licht 70 nicht durch das Tragcrsubslrat 20 ausgekoppcll, so 
daB hier die erlindungsgeinaBc Anstcuervorrichtung vorteil- 
haft verwcndet wcrdcn kann, da die den einzclnen Unterar- 
rays zugeordnctcn Anstcuervorrichtungcn in das Substrat 20 65 
integricrt. oder auf dcr Oberseite oder Unterseite desselben 
angcordnct sein kann. Ferner konnen auf dem Substrat 20 
samtlichc erfordcr lichen Verbindungsleitungcn angeordnel 
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sein, ohnc die Lichtauskopplung zu bccintrachtigen. Bei- 
spiele fiir die Montage von Stcucrchips auf dem IVagcrsub- 
stral wcrdcn nachfolgend bezugnchmend auf die Fig. 7 bis 9 
erlautert. 

In Fig. 7 ist cine schcmatische Qucrschniltdarstcllung ei- 
nes Ausl^uhrungsbeispicls gczcigt, bei dcni die Stcuerschal- 
lung durch cine ungchaustc inlcgriertc Schaltung 100 gebil- 
det ist , die niil tcls ciner Flip-C 'hip- Vcrbindung auf dcr Riick- 
scitc dcs Tragcrsubstrais 20 angeordnel isi. Bei dicscr sogc- 
nannten Fiip-Chip-Vcrbindung ist die intcgriertc Schaltung 
init dcr aktivcn Seitc zur Substxatobcrflache hin montiert. 
Eine solche Flip-(!hip-Vcrbindung kann beispiclsweise 
durch ein Flip-Chip-Lotvcrfahren unlcr Verwendung eines 
eutekti schen B lei -Zinn -Lots oder durch ein Klebeverfahrcn 
unter Verwendung cincs anisolrop clcktrisch Icilfahigcn 
Klebstoffs realisiert wcrdcn. In Fig. 7 ist ein Ausfiihrungs- 
bcispiel dargcstcllt, bei dcni die intcgriertc Schaltung 100 
mittcls eines Flip-Chip- 1x51 vcrfahrens an dem Tragcrsub- 
strat 20 angebrachl ist. 

Zu dicsern Zweck wcrdcn auf dem Chip IJitkontakthiigel 
102 (sogenanntc Ja)tbumps) gebildet, indcni zunachst eine 
benetxbare Untcrbumpmctallisicrung erzeugt wird, bei- 
spiclsweise durch das slronilose Abscheidcn von Nickel, 
woraufhin auf dicscr Unterbumpmetallisierung die Lot- 
buinps erzeugt werden. Bei dcr Montage wird dcr lOChip 
100 so plaziert, daB diese Lotbunips 102 den Konlaktflachen 
des Tragersubstrats 20, d. h. Leiterbahnen 104 und An- 
schluBmetallisicrungen 106 von Durchkontaktierungcn 108, 
gegeniiber liegen. Die Durchkontaktierungcn 1 08 < sind mit 
Leiterbahnen 110 auf der dem Chip 100 gegenijbcrliegenden 
Oberflache des Tragersubstrats 20 verbunden. Die Leiter- 
bahnen 110 stcUen beispiclsweise die Spalten- und Zeilen- 
Leitungen fiir die einzelnen Anzeigeelemente dar, die be- 
zugnehniend auf Fig. 4 oben erlautert wurden. Auf den Lei- 
terbahnen ist das Anzeigeelementarray 2 in der Form einer 
OLED-Schichtstruktur, wie sie beispiclsweise bezugneh- 
mend auf die Fig. 5 und 6 erlautert wurde, gebildet, 

Zuruckkehrend zum Autl)ringen dcs IC-Chips 100 auf die 
Ruckseite des Tragersubstrats 20 wird nach dem Plazieren 
des IC-Chips 100, derart, daB die Lotbumps 102 den Kon- 
taktflaclien 104, 106 des Tragersubstrats 20 gegeniiber lie- 
gen bzw, diese beriihren, ein themiischer ProzeB durchge- 
fiihrt, um die Lotbumps aufzuschmelzen und eine dauer- 
hafte elcktrische Verbindung zwischen Tragerchip 20 und 
Chip 100 herzustellen. Um eine erhohle mechanische Stabi- 
litat der Verbindung zu bewirken, wird dcr Chip vorzugs- 
weisc zusatzlich mit einem aushartenden Polymer 112 un- 
terfullt. 

Altemativ zu dem oben bezugnchmend auf Fig. 7 be- 
schriebenen Lotverfahren kann der Chip auch mittels eines 
anisolrop elektrisch leitfahigen Klebstoffs an dem Trager- 
substrat 20 angebracht werden, wobei dann anstelle des Lots 
der Koniakt iiber die Leitpartikel des Klebstoffs, die sich 
zwischen den Konlaktflachen von Chip und Substrat befin- 
den, realisiert. wird. 

Das beschriebene Flip-Chip- Verfahren eignet sich bei 
Verwendung entsprechend kleincr und diinner Chips auch 
fur den Aufbau von flexiblen Anzcigcvorrichtungen unter 
Verwendung von dunnen, flexiblen Schaltungstragem. 

Altemativ zu den bcschriebenen Flip-Chip- Verfahren 
konnen die Chips auch mit der in aktivcn Flachc, der Chip- 
Riickscile, zu dem Tragcrsubslrat hin befcsligt werden, wor- 
aufhin die elcktrische Verbindung dcr AnschluBflachen iiber 
cin Drahlbonden realisiert werden kann. 

Ein alternatives Verfahren zum Anbringen dcs Schallung- 
schips 100 auf dcr Riickseite des Tragersubstrats 20 ist in 
Fig. 8 dargcstcllt, wobei hier eine isoplanarc Kontaklicrung 
der AnschluBflachen dcs Schallungschips erfolgl. Hicrbei 
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niuB dcr Schaliungschip 100 schr dUnn sein und/oder in das 
Substral <xler cine zusatzlichc Diclcktrikumslagc auf dcm 
Substrat. inlegrier! wcrdcn. Die Diclcktrikunislagc kann da- 
bci auch nach dcr Montage dc\s Chips auf deni Subslrat cr- 
/cug! wcrdcn und an den Slellen, an dcncn clcklrischc Vcr- 
bindungcn iniplemcntierl wcrdcn sollcn, wicdcr gcoffnci 
wcrdcn. Bci diescni Vcrlahrcn wird dcr Chip niit seiner in- 
aktivcn Flache zu dcni Substrat hin belesligl. 

Wie in Fig. 8 gczeigi isi, ist dcr Schaliungschip 100 in ci- 
ncn Hohlrauiti dcs Tragersubstrals 20 cingcbrachl, dcrart. 
daB die aktive Obcrflachc des Chips 100 im wesenllichcn 
bilndig mil der untercn Obcrflachc dcs Tragcrsubstrats 20 
ist. Uni den Schaliungschip 100 in dem Tragcrsubstral 20 
anzuordncn, kann derselbe in cine vorgefoniite Ausneh- 
mung in dem Tragersubstrat 20 cingcbrachl wcrdcn, oder 
ubcr thcniiische Prozesse in das Substrat eingcprcBt wcrdcn. 
Isi der Chip in das Substrat cingcbrachl, kann mil /Vusnahmc 
dcr Chipkontaklc 102 cine Passivicrungsschichl 114 aul^ 
dem Chip 100 vorgesehen werden. Nachfolgend werden 
Lciterbahncn 104, die sich zumindesl teilweise ubcr den 
Chipkontaklcn 102 befindcn, und Lcilerbahnen 106, die au- 
Berc Chipkontaklc 102' mil den Durchgangslochcm 108 
durch das Tragcrsubstral 20 verbindcn, erzeugt. Dicsc I>ci- 
terbahnen 104 und 106 konnen entweder in Dunnschicht- 
lechnik durch galvanische oder ehemische Melallabschei- 
dung oder durch das Auflragen von leilfahigen Polymeren, 
die selbstJeilend oder durch Fullparlikel leitend sind, was ei- 
ner Dickschichttechnik cntsprichl, crzeugl werden. Wie- 
derum altemativ konnen die Leilerbahnen durch Klebsloffe 
miltels Drucken, Dispensen, Stempeln oder anderen Trans- 
ferverfahren erzeugl werden. Hierzu ist es moglicherweise 
notwendig, die Kontaktflachen des Chips 102, 102 niit einer 
Metal lisierung, die einer UnterbumpmetalLisierung alinelt, 
welche die Al-Flache der Xontaktflache des Chips schiitzt 
und eine gute elcklrisch leilende Oberflache aufweisl, zu 
versehen. Auch bei diesem Ausfuhrungsbeispiel kann bei 
Verwendung von enlsprechend gcdunnlcn, flexiblen Chips 
100 in Verbindung mil flexiblen Tragersubslralen 20 eine 
flexible Anzeigevorrichtung realisien werden. 

Altemaliv zu den oben genannten Moghchkeiten, unge- 
h^uste IC-Chips auf der Riickseite des TVagersubstrats 20 
anzuordnen, konnen auch integrierte Schaltungen in gehau> 
ster Form beispielsweise mittels der SMT-Technologie oder 
durch Klebeverfahren unter Verwendung eines anisolrop 
elektrisch leit^igen KlebstoflFs auf der Substratruckseilc 
montiert werden. Mogliche Gehause fur derarlige ICs um- 
fassen das sogenannle Quad Flat Pack, das Tape Carrier 
Package, das Chip Scale Package usw.. 

Den Verfahren zum Anbringen der Chips auf der Riick- 
seite des Tragersubstrals isi gemeinsam, daB das Subslral 
die entsprechenden Leilerbahnen und AnschhiBflachen auf 
der Riickseite enthalt, wobei diese Leilerbahnen und An- 
schluBfiachen iiber elektrische Durchkontaktieningen zur 
Vorderseite mil den Leilerbahnen auf der Vorderseite ver- 
bunden sind. Auf diesen Leilerbahnen auf der Vorderseite 
des Tragersubstrals 20 werden nach dem Montieren des 
Schallungschips die Funktionsschichten der Anzeigevor- 
richtung aufgebaul. 

In Fig. 9 ist nun ein allernalives Ausfiihrungsbeispiel dar- 
geslellt, bei dem der Schaliungschip 100 in der Vorderseite 
des Tragersubstrals 20, d. h. in der Obcrflachc, auf der spater 
die OLED-Strukturen 2 gebildel werden, erzeugt ist. Wie 
gezeigt ist, ist der Schaliungschip 100 wiederum in eine 
Ausnehmung des Trag^substrats 20, die sich jedoch dies- 
mal in dcr Vorderseite dcs Tragersubstrals 20 bcfindct, cin- 
gcbrachl, wobei iiber dem Chip 100 wieder eine Passivie- 
rungsschichl angeordnel ist. Auf den Kontaklen 102 und 
102' des Chips 100 werden wiederum Leilerbahnen 104 und 



106 gcbildci. Nach dcm Bildcn dcr Txiierbahncn wurdc bci 
dcm dargcslclltcn Ausfiihrungsbeispiel cine Diclcklrikums- 
schicht 120 erzeugt, um cine planarc Obcrflachc zu schaf- 
len. In der Diclektrikunisschicht 120 sind oder werden 

5 Durchkontaklicrungcn 122 vorgesehen, uin eine Verbindung 
dcr (Jhipkonlakle 102' ubcr die Lciterbahncn 106 und die 
Durchkontaklicrungcn 122 mil lciterbahncn 110 zu reaiisie- 
nen. Aul den Ixjilerbahnen 110 werden nachlolgend die 
Funktionsschichten dcr OLEl>Struktur 2 erzeugl. 

10 Das obcn bezugnchmcnd auf Fig. 9 beschriebene Bcispiel 
stcllt cine Moglichkeil zur isoplanarcn Kontakticrung dar. 
Alternativ zum Hinbringen des (!hips in eincn Hohlraum in 
dcm Substrat kann der Chip zunachst auf das Substral aufge- 
brachl werden, woraufliin eine Dieleklrikumslage nach der 

15 Montage des Chips auf dem Substral erzeugt wird und dann 
an den enlsprcchcndcn Slellen wieder geolfnel wird. Weiter- 
hin alternativ isi es moglich, schr dunne flexible Chips auf 
dcr Subslralobcrflachc zu montieren. 

Altemaliv zu dem oben beschriebenen Aufbau kann auf 

20 die Aufbringung einer zusatzlichen Diclektrikumslage, der 
Dielcklrikumsschicht 120 in Fig. 9, iiber dem Chip und dem 
Substral zum Ausgleich der Unebenheiten verzichtet wer- 
den, wcnn der Chip entweder flach mil der Substratoberfla- 
che abschlieBend in dem Substral inlegricrt wird oder die 

25 Planarisierung mil der erslen Dieleklrikuinsschichu die so> 
zusagen um den Chip herum gebildel wird, erfolgl. In Ab- 
weichung zu dem nachtraglichen Aufbringen der Dieleklri- 
kumslage, in der dcr Chip angeordnel ist, kann der Chip 
beim Aufbringen desselben in eine Dieleklrikumslage inle- 

30 grierl werden. 

Auch bei den Ausfiihrungsbeispielen zur isoplanarcn 
Kontaktierung der Steuerschaltungen auf der Vorderseite 
konnen die Leilerbahnen jeweils in Diinnschichttechnik 
oder Dickschichttechnik erzeugt werden, Femer konnen ge- 

35 diinnle, flexible Chips in Verbindung mil flexiblen Schal- 
tungstragern verwendet werden, so daB auch hier die Mog- 
lichkeil der Realisierung flexibler Anzeigevorrichtungen be- 
slehl. 

Bei den oben beschriebenen Verfahren zur Herstellung ei- 

40 ner Anzeigevorrichtung wird immer fiar ein Unlerarray von 
Anzeigeelenienten eine Sleuerschaltung auf die Riickseite 
bzw. Vorderseite des TVagersubstrals aufgebracht. Sind bei- 
spielsweise dreiBig Unierarrays vorgesehen, werden auf die 
beschriebene Weise dreiBig Steuerschaltungen montiert. Die 

45 Montage der Steuerschaltungen wird, wie oben erlauterl 
wurde, vorzugsweise vor dem Aufbringen der Funktions- 
schichten der OLED-Strukluren 2 durchgefiihrt, um eine 
Beschadigung der Funktionsschichten durch nachfolgende 
Prozesse zu vermeiden. Sind zur Herstellung der Steuer- 

50 schaltungen keine Prozesse erforderlich, die die Funktions- 
schichten beeintrachtigen konnen, so kann die Erzeugung 
der Funktionsschichten auch vor der Erzeugung der Steuer- 
schaltungen erfolgen. 

AbschlieBend sei nochmals angemerkt, daB die in den 

55 Fig, 7 bis 9 dargestelllen Leilerbahnen 104 beispielsweise 
den in Fig. 3 gezeigien Bussen 16 entsprechen, wahrend die 
Leilerbahnen 106 den in Fig. 3 gezeigien AnschluBleilun- 
gen 24 entsprechen, die dann iiber Durchkonlaktierungen 
zur Oberflache des Tragersubstrals bzw. einer auf demsel- 

60 ben angeordneten Dielektrikumsschichi gefuhrt werden, um 
mil den Leilerbahnen 110, die beispielsweise die in Fig. 4 
gezeigien Spaltenleitungen 40 und Zeilenleitungen 42 dar- 
stellen, verbunden zu sein. 

Die voriiegende Erfindung ermoglicht somit neben einer 

65 vortcilhaftcn Anstcucrvorrichtung fur Bildclcmcntarrays die 
einfache und koslengunslige Realisierung von Anzeigevor- 
richtungen, bei dcncn Steuerschaltungen fiir jedes einer 
Mehrzahl von Unterarrays sowie zugehdnge Anzeigeele- 
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nicnic und die bcnOiiglcn Vcrbindungsstrukiurcn auf cincin 
Tragcrsubslral angcordnct. sind. 

Palcntanspruche 

5 

1 . Vorrichtung zur Ansieucrung dcr An/eigeelcnicntc 
(8) cincs A n/ci gee lenient arrays (2), wobci die An- 
/eigeelenicnle in Zeilcn und Spaltcn angcordnct. sind, 
mil folgcnden Merknialen: 

eincr scparatcn Sleucrschaltung (6; 100) fur jcdcs eincr 10 
Mchrzahi von Unlcrarrays (4) des Anzeigcelenientar- 
rays (2), wobei das An/cigccicinentarray (2) zuniindcsi 
enlwcder in Zcilenrichtung oder in Spaltenrichtung 
durch cine Mchrzahl von Unlcrarrays (4) gebildcl isU 
unci wobei Jedcs Unlcrarray (4) sowohl in Zeilcnrich- 15 
Lung als auch in Spallenrichlung durch cine Mchr/ahl 
von Anzeigeclemenlen (8) gebildcl isl; und 
eincr crslcn Vcrbindungsstruktur zuni Vcrbindcn jcdcr 
Slcucrschallung (6) mil den Anzeigeelcmentcn (8) des 
zugcordnclcn Unlcrarrays (4) und eincr zweiten Ver- 20 
bindungsstruklur zuni Vcrbindcn dcr scparatcn Sleucr- 
schaltungcn (6) inilcinander und/odcr mil eincr Ubergc- 
ordncten Sleucrschaltung. 

2. Vorrichtung geinaB Anspruch I, bei dcr das An- 
zcigeelciiientarray (2) auf cincin Tragcrsubslral (20) 25 
gebildcl isl, wobei die jeweiligen Sleuerschaltungen 
(6) eben fails auf dein Tragersubstrat (20) angeordnei 
sind. 

3. Vorrichtung gemaB Anspruch 2, bei dcr die jeweili- 
gen Steuerschallungen (6) jeweils in dem Bereich auf 30 
dem Tragcrsubslral (20) angcordnct sind, in detn das 
zugeordnelc Unlcrarray (4) gebildcl ist. 

4. Vorrichtung geniafi eineni der Anspriiche 1 bis 3, 
bei der die Sleuerschaltungen (6) gehausle oder unge- 
hauste integricrte Schaltungen (100) sind. 35 

5. Vorrichtung geinaB Anspruch 4, bei der das An- 
zeigeclcinentarray (2) auf eincr Oberflachc des Trager- 
substrats (20) gebildcl ist, und bei der die Sleuerschal- 
tungen (6) auf oder in der gegenuberliegenden Oberfla- 
chc des Tragcrsubsirals (20) gebildel sind. 40 

6. Vorrichtung geniaB Anspruch 4, bei der die Sleuer- 
schaltungen (6) in oder auf einer Oberflachc des Tra- 
gersubstrats gebildet sind, wobei das Anzeigeelenien- 
tarray (2) iiber den Steuerschallungen gebildet ist. 

7. Vorrichtung gemaB Anspruch 5, bei der die Steuer- 45 
schaltungen rniileis eincr Rip-Chip- Technik, mittcls 
einer Oberflachennionlagetechnik oder unter Verwen- 
dung von anisolropelektrisch Icilfahigeni Klcbstoff auf 
die gegeniiberliegende Oberflachc des Tragersubstrats 
(20) aufgebrachl sind, wobei die ersle Verbindungs- 50 
stniktur Durchkontaklieningen (108) durch das Tragcr- 
subslral (20) aufweisl. 

8. Vorrichtung gemaB Anspruch 5 oder 6, bei der die 
ersle Verbindungsslruklur isoplanare Kontaklierungen 
von AnschluBflachcn (102, 102*) der Steuerschaitun- 55 
gen (6) aufweist. 

9. Vorrichtung gemaB eineni der Anspriiche 1 bis 8, 
bei dcr die ersle Verbindungsslruklur Leilungen (12, 
14; 40, 42), die die Anzeigeelcnicntc (8) eines Unlcrar- 
rays (4) zeileninaBig und spallenniaBig verbindel, und 60 
Zeilcn- und Spaltcnadrcssicrungsleilungen (50), urn je- 
wcilige Anzcigcclcmente (8) des Unlcrarrays (4) zu 
adressicren, aufweisl. 

10. Vorrichtung gemaB einem der Anspriiche 1 bis 9, 
bei dcr die zwcitc Vcrbindungsstruktur durch cincn Da- 65 
tenbus (16; 44, 46, 48) gebildet ist, iiber den die Steuer- 
schallungen (6) extern ansleuerbar sind. 

11. Vorrichtung gemaB einem dcr Anspriiche 1 bis 10, 
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bei der die Anzcigeclcmcnic (8) organischc lichtcmil- 
licrcndc Blcincnlc (OLIiDs) sind, die aus einer Schich- 
lenfolge aus eincr Kathode (60), einer Elektronentrans- 
portschichl (62), eincr organischcn clcklrolumineszcn- 
tcn Schichl (64), eincr Tijchcrtransporlschichl (66) und 
eincr Anode (68) besichcn. 

12. Vorrichtung gcniaB Anspruch 11, bei der die Ka- 
ihodcn (60) der organischcn lichtcniitticrcndcn Klc- 
nienic dem Tragersubstrat (20) zugcwandi sind, wiih- 
rend die Anodcn (68) durch eincn Iransparenlen Leilcr 
gebildet sind. 

13. Vorrichtung gemaB Anspruch 11, bei der die An- 
odcn (68) dcr organischcn iichtciniltierendcn Elcmente 
dem Tragcrsubslral (20) zugcwandi sind, wahrend die 
Kathoden (60) durch cincn transparenten Leiler gebil- 
dcl sind. 

14. Anzijigcvorrichtung mil einem Anzeigcclcmcnl ar- 
ray und eincr Anstcucrvorrichtung gemaB cincm dcr 
Anspriiche 1 bis 13. 

15. Verfahrcn zum Herslellcn einer A nzeige vorrich- 
tung gemaB Anspruch 14 mil folgenden Merkmalen: 
Bcreilslcllen eines Tragersubstrats (20); 
Implemcntieren dcr Sleuerschaltungen (6) in oder auf 

einer Oberflachc des Tragersubstrats (20); und 
Erzcugcn des Anzcigcelcmcnlarrays (2) auf dcr Ober- 
flachc des Tragersubstrats (20), auf der die Steuerschal- 
lungen (6) implemenlierl sind, oder auf der dieser 
Obcrflache gegeniiberlicgenden Oberflachc. 
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